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Verwenden von Formtrennmitteln

Epoxidklebstoffe sind allgemein bekannt fur ihre hohe Festigkeit und Zahigkeit beim Kle-
Was > Formtrennmittel ben. Sie erzielen auf unterschiedlichen Substraten in der Halbleiter- und Elektronikmonta-
ge eine hervorragende Haftung.

Epoxide und ihre inhdrente Natur sind geeignet fir eine feste Bindung, jedoch kann es
einige Bereiche geben, wo diese Haftung unerwinscht ist. In diesen Anwendungen kom-
men Formtrennmittel zum Einsatz.

Weshalb > Formtrenn-
mittel mit Epoxidkleb-

stoffen richtig verwenden!

Wo kénnen Formtrennmittel verwendet werden?

Formtrennmittel werden eingesetzt:

e um die unbeabsichtigte Haftung des Epoxids auf Oberflachen bei Vergussanwendun-
gen zu vermeiden;

e zum Beschichten von Gussformen in verschiedenen Formen und Formaten;

e zum Schutz von Vorrichtungen oder Werkzeugen, so dass Epoxidharzriickstande leicht
entfernt werden kénnen.

Verguss und Verkapselung von Elektronik

Der Verguss erfolgt mit einem fllssigen Epoxid, um die darunterliegende Elektronik zu
schitzen. Die Vergussmaterialien sind in der Regel selbstnivellierend und bilden nach der
Aushéartung die Vergussform als Positiv ab. Vergussmaterialien im Elektronikbereich wer-
den fir folgende Anforderungen eingesetzt:

e Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen wie z. B. Chemikalien und Feuchtigkeit

e Farbcodierung und kosmetisches Aussehen

e Kopier—und Manipulationsschutz der Elektronik

e Erhohung der Dieelektrizitat

e Thermisches Management und allgemeine Warmeableitung

Die Verkapselung bezieht sich in der Regel auf eingekapselte elektronische Bauteile oder
komplexe elektronische Komponenten.

Beim Verguss verbleiben die elektronischen Komponenten im Gehause, sie werden als
vergossene Elektronik beschrieben. Ob vergossen oder eingekapselt, beide Konzepte und
Prozesse sind dhnlich, auch die verwendeten Epoxidmaterialien.

Zusammenfassend liegt der wesentliche Unterschied darin, dass bei der Verkapselung ein
Formtrennmittel benotigt wird, da die Bauteile aus der Vergussform entnommen werden
mussen, wahrend im klassischen Verguss die Elektronik im Gehduse verbleibt.

Formgebung mit Epoxiden

Epoxide kdnnen aufgrund ihrer niedrigen Viskositat in unterschiedliche Formen gebracht
werden, dhnlich wie bei der traditionellen Spritzgusstechnik mit Thermoplasten. Epoxid-
harze sind jedoch warm— oder lichthdrtende Polymere und mussen daher anders behan-
delt werden.
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Anwendungen von geformten Epoxiden

Epoxidharze kdnnen fir verschiedene Anwendungen in Form gebracht werden, wie beispielsweise:

e Linsenoptiken, elektro-optisches Packaging von Faseroptiken und Sensoren; Blocke aus geformtem Epo-
xid kdnnen mechanisch bearbeitet, gesagt, geschliffen und poliert werden. So sind Linsenformen ein-
schlielRlich halbkugelférmiger, spharischer, zylind-
rischer und konkave/konvexe Geometrien mog- “— Mold
lich.

o Mikrogeformte Linsenoptiken kdnnen direkt auf
CCD / CMOS oder Glaswafer geformt werden, Epoxy
unter Nutzung der schlechten Benetzung und “
Haftung auf Silikonformen. <—Substrate

e Hermetisches Formen medizinischer Implantate Molded Lens Optics
wie Portkathetern oder Elektrodenzugange von
Herzschrittmacher-Headern.

e Testproben / Prufkorper fir wissenschaftliche Messungen: optische, physikalische, mechanische, elektri-
sche und thermische Analysen von Epoxiden- oder mit Epoxidharz impragnierten Verbundwerkstoffen.

Vorrichtungen und Werkzeuge

In Vergussanwendungen werden Hilfsmittel benotigt, um die zu vergieRenden Bauteile in der Form exakt
auszurichten und wahrend der Aushartung zu halten.

Hierzu gehoren neben den Formen ebenso Klemmen, Tréger, Schalen usw. Da diese Werkzeuge mehrfach
genutzt werden, ist die Haftung von Rickstanden der Vergussmaterialien hier unerwiinscht. Das vergossene
Bauteil soll zugleich leicht aus der Form entnommen werden kénnen. Daher kommen Formtrennmittel zum
Einsatz.

Empfohlene Formtrennmittel

Die folgenden Materialien werden Ublicherweise als Formtrennmittel ausgewahilt:

e Teflon® (PTFE)-basierte Produkte. Epoxide sind sehr polare Molekile und lassen sich von unpolaren Ober-
flachen leicht ablésen. Beispielsweise die PTFE-basierten Sprihbeschichtungen von Miller Stephenson
Chemicals Company.

e Wachs ist eine weitere Option, ein Material mit einer nichtpolaren Oberflache zusammen mit hohem Mo-
lekulargewicht. Bei der Auswahl eines bestimmten Wachses ist dessen Schmelztemperatur und die Aus-
hartetemperatur des Epoxides zu beachten. Wachse werden haufig fir das voribergehende Fixieren von
Halbleiterwafern wahrend des Vereinzelungsprozesses verwendet.

¢ Silikone konnen ebenfalls verwendet werden, jedoch missen besondere Vorkehrungen getroffen werden,
um Wechselwirkungen zwischen dem Epoxid und dem Silikon zu vermeiden. Siehe EPO-TEK Tech Tipp 21
fur weitere Informationen.

¢ Natriumdodecylsulfat (SDS)-Seife wird besonders gern in der medizinischen Industrie verwendet, wo viele
implantierbare Gerate wie z. B. Horgerdte unter Verwendung eines biokompatiblen Epoxids geformt wer-
den. In diesen Anwendungen ist SDS-Seife oft das Formtrennmittel der ersten Wahl.
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Haftungsausschluss: Alle Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen. Auf Grund der verschiedenen Einsatzmdoglichkeiten und der ausserhalb unseres Einflussberei-
ches liegenden Anwendungs- und Prozessbedingungen tbernehmen wir keine Haftung fur die Eignung unserer Produkte fur die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und Ergeb-
nisse. Jede Haftung ist ausdrticklich ausgeschlossen.

www.epotekeurope.com




